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ATE Flying probe: 
quale e perché?

di L. Corli

Nell’ultimo decennio gli ATE 
a sonde mobili hanno subito 
numerose evoluzioni e offrono 
oggi una gamma di prestazioni 
talmente ampia, da rendere 
talvolta problematica la 
scelta dell’architettura e della 
configurazione migliore da parte 
dell’utente. Ecco una circostanziata 
rassegna sullo  stato dell’arte visto 
da Proxima, partner commerciale 
di Seica.

Nati una ventina d’anni fa tra 
lo scetticismo generale, in 
particolare tra i cultori del 

test elettrico, i sistemi di collaudo a 
sonde mobili sono ormai da qualche 
anno universalmente riconosciuti 
come strumenti fondamentali e spes-
so indispensabili per il test di schede 
elettroniche di ogni genere. Questo 
spazio autorevole che gli ATE di tipo 
“flying probe” hanno conquistato 
sul mercato negli anni, è sicuramen-
te dovuto alla domanda costante di 
flessibilità e riduzione costi prove-
niente dai fabbricanti di elettronica; 
un segmento alla continua ricerca di 
strumenti all’avanguardia per certi-
ficare la qualità dei loro prodotti e, 
contemporaneamente, capace di far 
fronte ai loro rapidi cambiamenti 

imposti da un mercato frenetico 
costantemente assetato di novità.

La prerogativa iniziale che ha sca-
tenato l’interesse verso i sistemi a 
sonde mobili è stata indubbiamente 
l’assenza di fixture dedicate alla sin-
gola tipologia di scheda e, quindi, la 
possibilità di allestire dei program-
mi di test per schede di tipo diver-
so, senza dover sostenere dei costi 
ricorrenti per la costruzione di let-
ti ad aghi specifici destinati a morire 
con il prodotto da collaudare. An-
cora oggi questo è uno dei vantaggi 
più consistenti, che rendono un si-
stema a sonde mobili per molti ver-
si più appetibile rispetto ad un tra-
dizionale sistema in-circuit a letto 
d’aghi; gli utenti “coraggiosi”, o me-
glio lungimiranti, che hanno provato 

con soddisfazione gli ATE flying pro-
be una decina d’anni fa, ne hanno 
progressivamente intuito le enor-
mi potenzialità ed hanno comincia-
to a richiedere prestazioni sempre 
maggiori, spingendo i produttori di 
sistemi di test ad investire notevo-
li risorse nella ricerca e sviluppo di 
nuove tecnologie di misura, di mo-
vimentazione meccanica e di sof-
tware, miranti ad arricchire i tester 
a sonde mobili con nuove funzioni. 
Questo enorme sforzo tecnologico 
ha prodotto risultati impensabili fi-
no a qualche anno fa, trasformando 
letteralmente un ATE a sonde mo-
bili da semplice tester MDA (per la 
sola analisi di componenti passivi) a 
vera e propria piattaforma di collau-
do multifunzione, offrendo all’uten-

Esempio di test funzionale su architettura flying probe verticale realizzato da Seica e 
commercializzato da Proxima
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te numerosi vantaggi in termini di 
velocità, affidabilità, tasso di coper-
tura e costo dei collaudi. 

Cosa scegliere?

Come spesso succede quando 
un’apparecchiatura ha subito an-
ni di evoluzioni, migliorie e per-
fezionamenti, arrivando a godere  
dei vantaggi di una tecnologia  
matura, l’offerta delle sue varianti 
diventa talmente ampia ed articola-
ta da renderne piuttosto complicata 
la scelta da parte dell’acquirente. 

Coloro i quali abbiano oggi inten-
zione di dotarsi di un sistema di col-
laudo a sonde mobili, sono chiamati 
ad operare delle scelte strategiche 
non indifferenti e spesso non co-
sì evidenti, corrispondenti soprat-
tutto all’architettura del sistema e 
che sono strettamente correlate al-
le esigenze di collaudo dell’utente 
stesso. 

Per scegliere l’architettura più 
adatta ai propri scopi è opportu-
no conoscere con buona approssi-
mazione che cosa e come si inten-
de collaudare, ma più spesso basta-
no un paio di idee ben chiare per 

orientare con profitto la scelta da 
compiere ed a tale proposito alcu-
ni esempi possono aiutare a capire 
meglio come districarsi. 

Collaudo di una produzio-
ne di schede con tecnologia mi-
sta SMD/PTH e progettate per il 
test

Se le schede da collaudare sono 
state progettate seguendo le più co-
muni regole di “design for testabi-
lity”, un lato di queste presenterà 
gli opportuni test point di accesso 
a tutte le net (spesso non si tratta 
di test point veri e propri, ma anche 
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semplicemente di fori di via o pad 
di componenti, sui quali un sistema  
Flying probe non ha difficoltà a posi-
zionare le proprie sonde) e quindi la 
scelta può essere indirizzata ad un 
sistema con architettura orizzonta-
le (dove per orizzontale s’intende la 
posizione della UUT alloggiata nel 
sistema per il collaudo), con sonde 
mobili presenti da un solo lato. 

Nel caso in cui si voglia automa-
tizzare il collaudo, ci si può orienta-
re verso un sistema orizzontale do-
tato di convogliatore SMEMA per 
il carico/scarico automatico delle 
schede, eliminando la necessità di 
un operatore che gestisca il sistema 
durante la sua fase operativa.

Collaudo di produzione e/o ri-
parazione di schede con tecnolo-
gia mista SMD/PTH e non pro-
gettate per il test

Se invece la scheda da collauda-

re non è stata concepita secondo le 
fondamentali regole di “design for 
testability”, è opportuno disporre 
di sistemi a sonde mobili che acce-
dano da entrambi i lati della scheda 
per poter ottenere il massimo della 
copertura guasti, dato che tutte le 
net non sono raggiungibili su un so-
lo lato. In tal caso sono sicuramente 
da preferire i sistemi a sonde mobi-
li con architettura verticale rispet-
to a quelli orizzontali, dove la UUT 
posizionata appunto verticalmente 
non si deforma a causa della forza 
di gravità e dell’impossibilità di es-
sere supportata da un lato, come in-
vece avviene nei sistemi orizzontali 
con sonde dai due lati.

Collaudo di produzione e/o ri-
parazione di schede con tecnolo-
gia PTH

Se non vi è componentistica di 
tipo SMD si potrebbe ricadere nel 

caso numero uno citato in prece-
denza, dove è sufficiente un siste-
ma dotato di sonde mobili da un 
solo lato, poiché tutte le net sa-
ranno sicuramente accessibili at-
traverso i pad su cui sono saldati i 
componenti. 

In realtà in quei casi in cui il col-
laudo si riferisca a lotti di ripara-
zione (caso comune oggi per una 
tecnologia ormai quasi obsole-
ta come quella di schede con so-
li componenti “through hole”), so-
no da preferire sicuramente i siste-
mi flying probe verticali con sonde 
mobili da un unico lato, poiché il la-
to libero da sonde può essere facil-
mente accessibile per l’operatore 
per effettuare operazioni di debug 
manuale, collegamento di risorse 
fisse (alimentazioni, canali supple-
mentari, boundary scan test, ecc.), 
aumentando notevolmente l’ergo-
nomia di utilizzo del tester rispetto 
ad un sistema orizzontale, nel qua-
le il lato della UUT libero da son-
de mobili risulta inaccessibile per 
l’operatore.

Puntare sulle 
caratteristiche 
fondamentali

Una volta effettuata la scelta del-
l’architettura di sistema più conso-
na alle proprie esigenze, occorre 
prestare attenzione ad alcune ca-
ratteristiche fondamentali per l’ot-
tenimento di un buon test in tem-
pi rapidi, che sono generalmen-
te sempre valide per tutti gli uten-
ti, a prescindere dai prodotti che si 
debbano collaudare.

ATE flying probe verticale a 8 sonde mobili 
proposto da Proxima

Esempio di test 
parallelo su 
architettura flying 
probe verticale
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